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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE
“Adquisicion de un equipo de serigrafia semi-automatica de alta
precision para impresion de conductores y metalizacion de
taladros en circuitos LTCC”

El equipamiento solicitado consiste en un equipo de serigrafia de alta precision. El
equipo esta destinado a la impresion de conductores y el rellenado de via holes en
materiales ceramicos co-sinterizados a baja temperatura (LTCC), y estara ubicado en el
“Laboratorio de Fabricacion de Circuitos de Alta Frecuencia en Tecnologia LTCC” del
Microcluster de Investigacion “Tecnologias de alta potencia en radiofrecuencia:
comunicaciones espaciales y aceleradores” al cual pertenece el Instituto ITEAM, sito en la
Ciudad Politécnica de la Innovacion (CPI) de la Universitat Politécnica de Valéncia.

1. Condiciones generales

Las ofertas presentadas deben incluir el transporte, instalacién y puesta en marcha del
equipo en las instalaciones. Asimismo, deberan incluir un curso de formacién en el uso del

mismo.

| periodo minimo de garantia del equipo sera de 12 meses.

2. Especificaciones técnicas
El equipo suministrado incorporara al menos los siguientes elementos:

» Equipo base de serigrafia de contacto y fuera de contacto de alta precision
* Sistema de alineamiento por visién incluyendo camaras, monitor y control software

* Porta-substratos poroso adecuado para la impresion y el retlanado de via holes en
materiales delgados y flexibles de LTCC
* Sistema de vacio para fijacion de substrato y rellenado de via holes

A continuacion se detallan las caracteristicas técnicas minimas que debe reunir el equipo
objeto de la presente licitacion:

» Cabezal para doble rasqueta de goma y metalica
e Areade impresién: 150 x 150 mm o superior
* Mesa de soporte de porta-substratos motorizada
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* Porta-substratos poroso para fijacion y rellenado de vig holés roalis
0 acero inoxidable

* Soporte para pantallas: Preparado para pantallas de 12” x 12” mm con posibilidad
de incorporar adaptadores para otros tamafios

* Modos de impresidn: Print & Flood, Print & Print, Print alternado
» Precisién del proceso de impresién: superior a +/- 12.5 pm

¢ Minimo didmetro de via-hole metalizado: 100 pm

» Control de la velocidad, presion y recorrido del squeege

» Control de la distancia pantalla-substrato (snap-off}

* Minimo recorrido de ajuste X-Y: 5 mm

 Minimo rango de ajuste angulo: +/- 2.5°

¢ Minimo recorrido de ajuste Z: 5 mm

o Control digital de los parametros de impresion (velocidad, presion y downstop) o
en su defecto mediante tornillos micrométricos de precision

* Ajuste electronico del paralelismo squeege-substrato o en su defecto asistido
mediante luz

* Ajuste electrdnico de la distancia de snap-off o en su defecto asistido mediante luz

Se valoraran las posibilidades de actualizacion y ampliacion futura del equipo en
aquellos aspectos que incrementen la funcionalidad del mismo.

Valencia, 16 de julio de 2012
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